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57  Resumen:
Dispositivo de campo de cocción por inducción.
La presente invención hace referencia a un
dispositivo de campo de cocción por inducción (10a-
d) con al menos dos líneas de calentamiento por
inducción (12a-d) y con al menos una placa de
circuito impreso (14a-d), junto a la cual y/o en la cual
están dispuestas las líneas de calentamiento por
inducción (12a-d).
Con el fin de proporcionar un dispositivo de campo de
cocción por inducción genérico con mejores
propiedades en cuanto a su eficiencia, se propone
que la placa de circuito impreso (14a-d) esté realizada
como placa de circuito impreso flexible.
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DISPOSITIVO DE CAMPO DE COCCIÓN POR INDUCCIÓN 

DESCRIPCION 

La presente invención hace referencia a un dispositivo de campo de cocción por inducción 

según el preámbulo de la reivindicación 1 y a un procedimiento para la fabricación de un 

dispositivo de campo de cocción por inducción según el preámbulo de la reivindicación 12.  5 

A través de la solicitud de patente alemana DE 10 2013 214433 A1, ya se conoce un 

dispositivo de campo de cocción por inducción con varias líneas de calentamiento por 

inducción que están dispuestas junto a y, parcialmente, en un substrato. La densidad de las 

líneas de calentamiento por inducción es muy reducida en comparación con los filamentos 

múltiples conocidos del estado de la técnica, lo cual provoca pérdidas de corriente continua 10 

elevadas. Otro problema consiste en que, como consecuencia de la aplicación especial en el 

caso de un campo de cocción por inducción, un campo magnético incida con una gran 

componente vertical sobre la placa de circuito impreso y, con ello, sobre las líneas de 

calentamiento por inducción dispuestas junto a ésta. Puesto que las pérdidas de corriente 

alterna son mayores como consecuencia de un campo magnético alterno en una 15 

configuración rectangular, si el campo incide sobre un lado extenso de la configuración 

rectangular, para la aplicación de una placa de circuito impreso de este tipo con líneas de 

calentamiento por inducción dispuestas junto a ella resulta una situación desventajosa.  

La invención resuelve el problema técnico de proporcionar un dispositivo de campo de 

cocción por inducción genérico con mejores propiedades en lo referente a su eficiencia. 20 

Según la invención, este problema técnico se resuelve mediante las características de las 

reivindicaciones 1 y 12, mientras que de las reivindicaciones secundarias se pueden extraer 

realizaciones y perfeccionamientos ventajosos de la invención. 

La presente invención hace referencia a un dispositivo de campo de cocción por inducción 

con al menos dos, de manera preferida, al menos tres, de manera ventajosa, al menos 25 

cuatro, de manera particularmente ventajosa, al menos ocho, de manera preferida, al menos 

doce y, de manera particularmente preferida, múltiples líneas de calentamiento por 

inducción, y con al menos una placa de circuito impreso, junto a la cual y/o en la cual están 

dispuestas las líneas de calentamiento por inducción, donde la placa de circuito impreso 

esté realizada como placa de circuito impreso flexible. Mediante esta forma de realización 30 

según la invención, se puede conseguir una eficiencia elevada que se base en pérdidas de 

corriente continua reducidas y/o en pérdidas de corriente alterna reducidas. Se hace posible 
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que los costes sean bajos gracias a la elevada densidad de las líneas de calentamiento por 

inducción. Asimismo, se hace posible una elevada libertad de configuración en relación a la 

disposición y/o configuración de la placa de circuito impreso. En comparación con las 

soluciones conocidas a partir del estado de la técnica, es posible aumentar la eficiencia en 

cuanto a los costes y/o al rendimiento a frecuencias elevadas.  5 

El término “dispositivo de campo de cocción por inducción” incluye el concepto de al menos 

una parte, en concreto, un subgrupo constructivo, de un campo de cocción por inducción. El 

término “línea de calentamiento por inducción” incluye el concepto de un elemento que en al 

menos un estado de funcionamiento conduzca una corriente eléctrica de alta frecuencia y 

que, mediante la corriente eléctrica, suministre al menos un campo electromagnético alterno 10 

para calentar una batería de cocción apoyada encima. Una línea de calentamiento por 

inducción está realizada como filamento y, de manera ventajosa, como filamento múltiple, y 

es parte de al menos un elemento de calentamiento por inducción. El dispositivo de campo 

de cocción por inducción presenta al menos un elemento de calentamiento por inducción 

que presenta las líneas de calentamiento por inducción. Las líneas de calentamiento por 15 

inducción, en concreto, todas las líneas de calentamiento por inducción, son parte de un 

único elemento de calentamiento por inducción. 

El término “placa de circuito impreso” incluye el concepto de una unidad que en al menos el 

estado montado soporte al menos un componente electrónico y/o eléctrico. La placa de 

circuito impreso presenta al menos un substrato que conforma una placa base de la placa 20 

de circuito impreso y el cual presenta una conformación aproximada o exactamente con 

forma de placa. La placa de circuito impreso puede comprender al menos pistas 

conductoras, las cuales pueden estar instaladas junto al substrato de la placa de circuito 

impreso y/o incorporadas en el substrato al menos parcialmente, y las cuales pueden 

conformar las líneas de calentamiento por inducción. El término “substrato” incluye el 25 

concepto de un elemento de soporte que esté previsto para formar una capa base para una 

placa de circuito impreso óptica. El substrato podría estar compuesto en gran parte o por 

completo por un material aislante eléctricamente. En concreto, el substrato puede estar 

hecho en gran parte o por completo de un papel duro y/o de un plástico de polímero y/o de 

una película de plástico de polímero y/o de al menos un plástico de poliimida y/o de un 30 

plástico reforzado con fibra y/o de una combinación de diferentes materiales. El substrato 

puede estar hecho de una capa o de varias capas. El substrato podría presentar al menos 

dos, de manera ventajosa, al menos cuatro, de manera particularmente ventajosa, al menos 

ocho y, de manera preferida, más capas, las cuales podrían estar, por ejemplo, laminadas 

conjuntamente. La expresión “en gran parte o por completo” incluye el concepto de en un 35 
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porcentaje del 70% como mínimo, preferiblemente, del 80% como mínimo, de manera 

ventajosa, del 90% como mínimo y, de manera preferida, del 95% como mínimo.  

Las líneas de calentamiento por inducción podrían estar fijadas y/o instaladas junto a la 

placa de circuito impreso, en concreto, junto al substrato de la placa de circuito impreso. A 

modo de ejemplo, las líneas de calentamiento por inducción podrían estar instaladas junto a 5 

la placa de circuito impreso, en concreto, junto al substrato de la placa de circuito impreso, 

mediante una unión de material, por ejemplo, mediante una unión por pegadura y/o 

mediante un procedimiento de recubrimiento. Las líneas de calentamiento por inducción 

podrían estar instaladas en forma de recubrimiento junto a la placa de circuito impreso, en 

particular, junto al substrato de la placa de circuito impreso y, en concreto, sobre la 10 

superficie de la placa de circuito impreso, en concreto, del substrato de la placa de circuito 

impreso. De manera alternativa o adicional, la placa de circuito impreso podría presentar al 

menos un recubrimiento por toda la superficie y, de manera ventajosa, conductor 

eléctricamente, desde el cual las líneas de calentamiento por inducción podrían introducirse 

en la placa de circuito impreso retirándose gran parte del recubrimiento, por ejemplo, 15 

mediante un proceso de tratamiento con ácido y/o mediante un proceso con láser.  

El término placa de circuito impreso “flexible” incluye el concepto de una placa de circuito 

impreso cuya forma sea modificable aplicándose una fuerza de 100 N como máximo, 

preferiblemente, de 75 N como máximo, de manera ventajosa, de 50 N como máximo, de 

manera particularmente ventajosa, de 25 N como máximo, de manera preferida, de 10 N 20 

como máximo y, de manera particularmente preferida, de 5 N como máximo. La placa de 

circuito impreso flexible es doblegable y/o plegable y/o extensible sin ser destruida ni/o sin 

sufrir roturas.  

En al menos el estado montado, la placa de circuito impreso flexible está incorporada y/o 

fijada de tal modo que es inmovible. En al menos el estado desmontado, el cual podría 25 

situarse en el tiempo antes y/o después del estado montado, la placa de circuito impreso 

flexible es flexible.  

El término “previsto/a” incluye los conceptos de concebido/a y/o provisto/a de manera 

específica. La expresión consistente en que un objeto esté previsto para una función 

determinada incluye el concepto relativo a que el objeto satisfaga y/o realice esta función 30 

determinada en uno o más estados de aplicación y/o de funcionamiento. 

Asimismo, se propone que la placa de circuito impreso presente un grosor de 300 µm como 

máximo, de manera preferida, de 270 µm como máximo, de manera ventajosa, de 250 µm 
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como máximo, de manera particularmente ventajosa, de 230 µm como máximo, de manera 

preferida, de 200 µm como máximo y, de manera particularmente preferida, de 170 µm 

como máximo. Asimismo, la placa de circuito impreso presenta un grosor de 1 µm como 

mínimo, de manera preferida, de 10 µm como mínimo, de manera ventajosa, de 20 µm como 

mínimo, de manera particularmente ventajosa, de 50 µm como mínimo y, de manera 5 

preferida, de 70 µm como mínimo. La placa de circuito impreso está realizada como placa 

de circuito impreso extrafina. El término “grosor” de un objeto incluye el concepto de la 

extensión del lado más corto del menor paralelepípedo geométrico imaginario que envuelva 

ajustadamente por completo al objeto en el estado no plegado del objeto. El grosor de la 

placa de circuito impreso es considerablemente más reducido que al menos una extensión 10 

de la placa de circuito impreso orientada perpendicularmente al grosor y, de manera 

ventajosa, que dos extensiones de la placa de circuito impreso orientadas 

perpendicularmente al grosor. De este modo, se puede conseguir una realización compacta.  

Además, se propone que las líneas de calentamiento por inducción estén conectadas 

eléctricamente en paralelo entre sí y que sean parte de un único elemento de calentamiento 15 

por inducción, de modo que se hace posible un calentamiento particularmente ventajoso de 

la batería de cocción apoyada encima. 

La placa de circuito impreso podría presentar, por ejemplo, exactamente una única capa a 

través de la cual podrían extenderse las líneas de calentamiento por inducción. Sin 

embargo, de manera preferida, la placa de circuito impreso presenta al menos dos capas a 20 

través de las cuales se extienden las líneas de calentamiento por inducción. Las líneas de 

calentamiento por inducción podrían estar dispuestas sobre todas las capas de la placa de 

circuito impreso, donde, por ejemplo, cada una de las líneas de calentamiento por inducción 

podría presentar al menos un área parcial sobre cada capa de la placa de circuito impreso. 

Como alternativa, al menos una primera línea de calentamiento por inducción de las líneas 25 

de calentamiento por inducción podría extenderse a través de una primera capa de la placa 

de circuito impreso y al menos una segunda línea de calentamiento por inducción de las 

líneas de calentamiento por inducción, que podría ser distinta de la primera línea de 

calentamiento por inducción, podría extenderse a través de una segunda capa de la placa 

de circuito impreso, que podría ser distinta de la primera capa. A modo de ejemplo, la placa 30 

de circuito impreso podría presentar una cantidad mayor de capas como, por ejemplo, al 

menos tres, de manera preferida, al menos cuatro, de manera ventajosa, al menos seis y, de 

manera preferida, más capas, a través de las cuales podrían extenderse las líneas de 

calentamiento por inducción. La placa de circuito impreso presenta al menos dos aberturas 

que unen entre sí al menos dos capas de la placa de circuito impreso. Las líneas de 35 
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calentamiento por inducción cambian por las aberturas de una capa de la placa de circuito 

impreso a la siguiente capa de la placa de circuito impreso. La cantidad de aberturas es al 

menos la misma que la cantidad de líneas de calentamiento por inducción. De manera 

ventajosa, la cantidad de aberturas es mayor que la cantidad de líneas de calentamiento por 

inducción. Así, se puede conseguir una eficiencia particularmente elevada.  5 

Además, se propone que, al menos en el estado desenrollado, la placa de circuito impreso 

sea plana y que, al menos en el estado montado, esté bobinada en una bobina. Como 

alternativa, en el estado desenrollado, la placa de circuito impreso podría presentar una 

conformación que difiera de una conformación plana como consecuencia de sus múltiples 

pliegues. Al menos en el estado montado, en el que la placa de circuito impreso está 10 

bobinada en una bobina, la placa de circuito impreso podría, por ejemplo, estar bobinada en 

una hélice y presentar una conformación aproximada o exactamente helicoidal. De manera 

alternativa o adicional, al menos en el estado montado, en el que la placa de circuito 

impreso está bobinada en una bobina, la placa de circuito impreso podría estar bobinada en 

una espiral y presentar una conformación aproximada o exactamente en espiral. El término 15 

objeto “plano” incluye el concepto de un objeto liso, el cual presente al menos una extensión, 

en concreto, una extensión longitudinal y/o una extensión transversal, que sea 

considerablemente mayor que el grosor del objeto. A modo de ejemplo, la placa de circuito 

impreso plana podría presentar una conformación aproximada o exactamente con forma de 

placa en el estado desenrollado. De manera alternativa o adicional, la placa de circuito 20 

impreso plana podría presentar una conformación aproximada o exactamente con forma de 

tira en el estado desenrollado. El término “extensión longitudinal” de un objeto incluye el 

concepto de la extensión del lado más extenso del menor paralelepípedo geométrico 

imaginario que envuelva ajustadamente por completo al objeto en el estado no plegado. El 

término “extensión transversal” de un objeto incluye el concepto de una extensión que esté 25 

orientada perpendicularmente a la extensión longitudinal del objeto y con respecto al grosor 

del objeto. El término “estado desenrollado” incluye el concepto de un estado en el que la 

placa de circuito impreso se encuentre en un plano tras haberse desenrollado la bobina. En 

el estado desenrollado, la placa de circuito impreso podría estar, por ejemplo, plegada o no 

plegada. El dispositivo de campo de cocción por inducción presenta la bobina. La bobina 30 

presenta las líneas de calentamiento por inducción. El término “bobina” incluye el concepto 

de un elemento constructivo inductivo con al menos una inductancia determinada. La bobina 

presenta al menos cinco, de manera preferida, al menos diez, de manera ventajosa, al 

menos quince y, de manera preferida, al menos veinte espiras. A modo de ejemplo, las 

espiras de al menos una sección de bobina podrían estar dispuestas en varios planos. Sin 35 
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embargo, las espiras de al menos una sección de bobina están dispuestas de manera 

preferida en un plano. De este modo, se puede conseguir una realización compacta y/o un 

calentamiento ventajoso de la batería de cocción apoyada. Gracias a la disposición de las 

líneas de calentamiento por inducción junto a y/o en la placa de circuito impreso, se puede 

conseguir una reproducibilidad elevada durante la fabricación en comparación con las 5 

realizaciones habituales, en las que las líneas de calentamiento por inducción están 

bobinadas en una bobina sin estar dispuestas junto a y/o en una placa de circuito impreso, 

de modo que se hace posible a frecuencias elevadas un acoplamiento seguro y/o 

satisfactorio entre la bobina y la batería de cocción a calentar.  

La placa de circuito impreso podría, por ejemplo, no presentar cantos plegados ni/o 10 

pliegues. Sin embargo, de manera preferida, la placa de circuito impreso presenta al menos 

un canto plegado, a lo largo del cual esté plegada la placa de circuito impreso al menos en 

el estado montado. La placa de circuito impreso plegada por el canto plegado en al menos el 

estado montado presenta un pliegue. La cantidad de pliegues y la cantidad de cantos 

plegados es aproximada o exactamente y, de manera ventajosa, totalmente idéntica. La 15 

placa de circuito impreso presenta al menos una primera sección y al menos una segunda 

sección, las cuales están separadas entre sí por el canto plegado y lindan entre sí de 

manera ventajosa en el canto plegado. En al menos el estado plegado, el plano de 

extensión principal de la primera sección y el plano de extensión principal de la segunda 

sección están orientados aproximada o exactamente en paralelo entre sí y están dispuestos 20 

uno al lado de otro en una dirección orientada en paralelo al grosor de la placa de circuito 

impreso. El término “plano de extensión principal” de un objeto, en el estado no plegado del 

objeto, incluye el concepto de un plano que sea paralelo a la mayor superficie lateral del 

menor paralelepípedo imaginario que envuelva ajustadamente por completo al objeto, y el 

cual discurra a través del punto central del paralelepípedo. Partiendo de al menos el estado 25 

no plegado, en al menos el estado plegado, la primera sección está girada alrededor del 

canto plegado aproximada o exactamente 180º con respecto a la segunda sección. La 

expresión “aproximada o exactamente en paralelo” incluye el concepto de la orientación de 

una dirección relativa a una dirección de referencia en un plano, donde la dirección presente 

con respecto a la dirección de referencia una desviación inferior a 8º, de manera ventajosa, 30 

inferior a 5º y, de manera particularmente ventajosa, inferior a 2º. El término “estado 

plegado” de la placa de circuito impreso incluye el concepto de un estado en el que la placa 

de circuito impreso esté plegada alrededor de al menos un canto plegado y presente al 

menos un pliegue. El término “estado no plegado” de la placa de circuito impreso incluye el 

concepto de un estado en la que la placa de circuito impreso no presente pliegues, en el que 35 
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la placa de circuito impreso presente una conformación aproximada o exactamente con 

forma de placa, y en el que el grosor de la placa de circuito impreso sea aproximada o 

exactamente y, de manera ventajosa, totalmente idéntico en cualquier punto. De este modo, 

se puede conseguir una densidad de compactación elevada de las líneas de calentamiento 

por inducción y/o una realización compacta.  5 

Asimismo, se propone que el canto plegado no presente líneas de calentamiento por 

inducción. Al menos en el estado no plegado de la placa de circuito impreso y al observarse 

perpendicularmente la placa de circuito impreso sobre su plano de extensión principal, el 

canto plegado se extiende en gran medida o por completo entre dos líneas de calentamiento 

por inducción dispuestas de manera adyacente entre sí. Al menos en el estado no plegado 10 

de la placa de circuito impreso y al observarse perpendicularmente la placa de circuito 

impreso sobre su plano de extensión principal, el canto plegado está orientado aproximada o 

exactamente en paralelo a al menos una y, de manera ventajosa, a las dos líneas de 

calentamiento por inducción dispuestas de manera adyacente entre sí. De este modo, la 

placa de circuito impreso puede ser plegada sin problemas y/o de manera apropiada y/o sin 15 

que se vea perjudicado el funcionamiento de las líneas de calentamiento por inducción.  

La placa de circuito impreso podría presentar, por ejemplo, exactamente un canto plegado y, 

en al menos el estado plegado, exactamente un pliegue. De manera preferida, la placa de 

circuito impreso presenta al menos otro canto plegado, a lo largo del cual esté plegada la 

placa de circuito impreso al menos en el estado montado, y el cual se extienda aproximada 20 

o exactamente en paralelo al canto plegado al menos en el estado no plegado. La placa de 

circuito impreso presenta al menos dos, de manera preferida, al menos tres, de manera 

ventajosa, al menos cuatro, de manera particularmente ventajosa, al menos seis, de manera 

preferida, al menos diez y, de manera particularmente preferida, más de otros cantos 

plegados, a lo largo de los cuales está plegada la placa de circuito impreso al menos en el 25 

estado montado y los cuales se extienden aproximada o exactamente en paralelo al canto 

plegado y entre sí. De esta forma, se hace posible que la placa de circuito impreso sea 

plegada múltiples veces, de modo que se posibilita una realización más compacta y/o una 

mayor densidad de compactación en comparación con únicamente un canto plegado.  

Además, se propone que, al menos al observarse su sección transversal, la placa de circuito 30 

impreso presente al menos una sección, la cual presente una extensión longitudinal que en 

la posición de instalación esté dispuesta aproximada o exactamente de manera vertical. La 

sección presenta la extensión longitudinal al observarse la sección transversal de la placa de 

circuito impreso y al menos en el estado bobinado de la placa de circuito impreso y/o al 
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menos en el estado montado de la placa de circuito impreso. En la posición de instalación, la 

extensión longitudinal de la sección está orientada de manera aproximada o exactamente 

perpendicular al plano de extensión principal de una placa de campo de cocción. El 

dispositivo de campo de cocción por inducción presenta al menos una placa de campo de 

cocción, la cual está prevista para apoyar encima de ella al menos una batería de cocción y 5 

conforma al menos una parte de la carcasa exterior del campo de cocción. La sección está 

dispuesta entre un canto plegado y otro canto plegado y/o entre un canto plegado y el borde 

de la placa de circuito impreso. Al observarse la sección transversal de la placa de circuito 

impreso y al menos en el estado bobinado de la placa de circuito impreso y/o al menos en el 

estado montado de la placa de circuito impreso, la sección presenta una conformación 10 

aproximada o exactamente rectangular, con lo cual se puede conseguir una densidad de 

compactación particularmente elevada y/o una realización particularmente compacta. Al 

menos al observarse su sección transversal, la placa de circuito impreso presenta 

ventajosamente al menos dos, de manera preferida, al menos cuatro, de manera ventajosa, 

al menos ocho y, de manera preferida, más secciones, cada una de las cuales presenta una 15 

extensión longitudinal que está dispuesta aproximada o exactamente en vertical en la 

posición de instalación. Dos secciones de la placa de circuito impreso dispuestas de manera 

adyacente entre sí están separadas una de la otra por al menos un canto plegado y/o por al 

menos un pliegue, y lindan entre sí en el canto plegado y/o en el pliegue. La expresión “al 

observarse la sección transversal” de la placa de circuito impreso incluye el concepto 20 

relativo a observar en una dirección de observación que esté orientada en paralelo a la 

dirección de la extensión longitudinal de la placa de circuito impreso en al menos el estado 

desenrollado de la placa de circuito impreso. El término “dirección de la extensión 

longitudinal” de un objeto, en el estado no plegado del objeto, incluye el concepto de una 

dirección que esté orientada en paralelo al lado más extenso del menor paralelepípedo 25 

geométrico imaginario que envuelva ajustadamente por completo al objeto. De manera 

particularmente ventajosa, la cantidad de líneas de calentamiento por inducción es un 

múltiplo de la cantidad de secciones de la placa de circuito impreso y/o de la cantidad de 

capas de la placa de circuito impreso, con el fin de hacer posible una realización simétrica y, 

con ello, una fabricación sencilla. La cantidad de pliegues y/o de cantos plegados es menor, 30 

en concreto, es menor en una cantidad de uno, que la cantidad de secciones. De este modo, 

se puede conseguir una densidad de compactación elevada y/o una fabricación sencilla de 

las espiras de un elemento de calentamiento por inducción. Gracias a la orientación y/o 

disposición de la sección esencialmente perpendicular, se pueden conseguir pérdidas de 

corriente alterna reducidas y/o una elevada densidad de las líneas de calentamiento por 35 

inducción, de modo que se puede conseguir un gran rendimiento.   
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Asimismo, se propone que, al menos en el estado desenrollado, al menos una línea de 

calentamiento por inducción de las líneas de calentamiento por inducción esté desplazada al 

menos por tramos perpendicularmente a la dirección de la extensión longitudinal de la placa 

de circuito impreso. La línea de calentamiento por inducción presenta al menos una primera 

sección de línea de calentamiento y al menos una segunda sección de línea de 5 

calentamiento, la cual está dispuesta distanciada perpendicularmente a la dirección de la 

extensión longitudinal de la placa de circuito impreso con respecto a la primera sección de 

línea de calentamiento, al menos en el estado desenrollado. De este modo, se hace posible 

una gran eficiencia, y la influencia recíproca entre las líneas de calentamiento por inducción 

adyacentes se puede mantener reducida.  10 

Es posible aumentar en mayor medida la eficiencia mediante un procedimiento para la 

fabricación de un dispositivo de campo de cocción por inducción, con al menos dos líneas 

de calentamiento por inducción y con al menos una placa de circuito impreso, donde las 

líneas de calentamiento por inducción son dispuestas junto a y/o en la placa de circuito 

impreso, donde la placa de circuito impreso esté realizada como placa de circuito impreso 15 

flexible y sea plegada a lo largo de al menos un canto plegado de la placa de circuito 

impreso. A modo de ejemplo, la placa de circuito impreso podría presentar al menos un 

recubrimiento, el cual podría estar dispuesto junto a la placa de circuito impreso al menos en 

gran parte por toda la extensión superficial de la misma y podría ser conductor 

eléctricamente. El recubrimiento podría estar compuesto en gran parte o por completo por 20 

cobre y/o aluminio y/u oro y/o plata. Las líneas de calentamiento por inducción podrían ser 

dispuestas junto a la placa de circuito impreso mediante la ablación de al menos una parte y, 

de manera preferida, de al menos gran parte del recubrimiento. De manera alternativa o 

adicional, las líneas de calentamiento por inducción podrían ser impresas y/o aplicadas por 

evaporación y/o aplicadas sobre la placa de circuito impreso. También de manera alternativa 25 

o adicional, las líneas de calentamiento por inducción podrían ser incorporadas en la placa 

de circuito impreso, por ejemplo, mediante un proceso de tratamiento con ácido y/o 

mediante un proceso con láser.  

El dispositivo de campo de cocción por inducción que se describe no está limitado a la 

aplicación ni a la forma de realización anteriormente expuestas, pudiendo en particular 30 

presentar una cantidad de elementos, componentes, y unidades particulares que difiera de 

la cantidad que se menciona en el presente documento, siempre y cuando se persiga el fin 

de cumplir la funcionalidad aquí descrita.  
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Otras ventajas se extraen de la siguiente descripción del dibujo. En el dibujo están 

representados ejemplos de realización de la invención. El dibujo, la descripción y las 

reivindicaciones contienen características numerosas en combinación. El experto en la 

materia considerará las características ventajosamente también por separado, y las reunirá 

en otras combinaciones razonables.  5 

Muestran: 

Fig. 1 un campo de cocción por inducción con un dispositivo de campo de cocción por 

inducción, en vista superior esquemática,  

Fig. 2 una placa de circuito impreso y diez líneas de calentamiento por inducción del 

dispositivo de campo de cocción por inducción, en una representación de sección 10 

parcial esquemática, donde una de las líneas de calentamiento por inducción 

aparece resaltada mediante un rayado, de modo que se puede observar su cambio 

de posición en la dirección de la extensión longitudinal de la placa de circuito 

impreso,  

Fig. 3 una sección de la placa de circuito impreso y las líneas de calentamiento por 15 

inducción, en vista superior esquemática sobre una primera capa de la placa de 

circuito impreso, donde la placa de circuito impreso aparece representada siendo 

transparente,  

Fig. 4 una sección de la placa de circuito impreso y las líneas de calentamiento por 

inducción, en vista superior esquemática sobre una segunda capa de la placa de 20 

circuito impreso, donde la placa de circuito impreso aparece representada siendo 

transparente,  

Fig. 5 una superposición de las figuras 3 y 4, donde la placa de circuito impreso aparece 

representada siendo transparente, 

Fig. 6 una sección de una placa de circuito impreso bobinada en una bobina y cinco líneas 25 

de calentamiento por inducción de un dispositivo de campo de cocción por inducción 

alternativo en una representación esquemática, donde se prescinde de la 

representación del cambio de posición de las líneas de calentamiento por inducción 

por motivos de simplicidad,  

Fig. 7 una sección de la placa de circuito impreso bobinada en una bobina y las líneas de 30 

calentamiento por inducción, en una representación de sección esquemática, 

Fig. 8 una sección de una placa de circuito impreso bobinada en una bobina y cinco líneas 

de calentamiento por inducción de un dispositivo de campo de cocción por inducción 

alternativo en una representación esquemática, donde se prescinde de la 
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representación del cambio de posición de las líneas de calentamiento por inducción 

por motivos de simplicidad,  

Fig. 9 una sección aumentada de la figura 8, en una representación de sección parcial 

esquemática,  

Fig. 10  una sección de la placa de circuito impreso en el estado desenrollado y no plegado, 5 

en representación esquemática,  

Fig. 11  una sección de la placa de circuito impreso en el primer paso del procedimiento, en 

representación esquemática, 

Fig. 12 una sección de la placa de circuito impreso en el siguiente paso del procedimiento, 

en representación esquemática,  10 

Fig. 13   una sección de una placa de circuito impreso bobinada en una bobina y cinco líneas 

de calentamiento por inducción de un dispositivo de campo de cocción por inducción 

alternativo en una representación esquemática, donde se prescinde de la 

representación del cambio de posición de las líneas de calentamiento por inducción 

por motivos de simplicidad, y 15 

Fig. 14  una sección aumentada de la figura 13, en una representación de sección parcial 

esquemática.  

 

La figura 1 muestra un campo de cocción por inducción 30a con un dispositivo de campo de 

cocción por inducción 10a. El dispositivo de campo de cocción por inducción 10a presenta 20 

una placa de campo de cocción 34a que, en el estado montado, conforma una parte de una 

carcasa exterior del campo de cocción por inducción 30a. En la posición de instalación, la 

placa de campo de cocción 34a conforma una parte de la carcasa exterior del campo de 

cocción dirigida hacia el usuario. En el estado montado, la placa de campo de cocción 34a 

está prevista para apoyar encima al menos una batería de cocción.  25 

El dispositivo de campo de cocción por inducción 10a presenta una interfaz de usuario 36a 

para la introducción y/o selección de parámetros de funcionamiento (véase la figura 1), por 

ejemplo, la potencia de calentamiento y/o la densidad de la potencia de calentamiento y/o la 

zona de calentamiento. Asimismo, la interfaz de usuario 36a está prevista para emitir al 

usuario el valor de un parámetro de funcionamiento. A modo de ejemplo, la interfaz de 30 

usuario 36a podría emitir al usuario el valor del parámetro de funcionamiento óptica y/o 

acústicamente.  

El dispositivo de campo de cocción por inducción 10a presenta una unidad de control 38a, la 

cual está prevista para ejecutar acciones y/o modificar ajustes en dependencia de los 

parámetros de funcionamiento introducidos mediante la interfaz de usuario 36a.  35 
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Asimismo, el dispositivo de campo de cocción por inducción 10a presenta múltiples 

elementos de calentamiento por inducción 40a (no representados en este ejemplo de 

realización). Los elementos de calentamiento por inducción 40a podrían estar dispuestos, 

por ejemplo, en fila. De manera alternativa o adicional, los elementos de calentamiento por 

inducción 40a podrían estar dispuestos en forma de matriz. También como alternativa, los 5 

elementos de calentamiento por inducción 40a podrían estar dispuestos en forma de campo 

de cocción clásico, en el que cada uno de los elementos de calentamiento por inducción 40a 

podría, por ejemplo, definir y/o conformar una zona de calentamiento autónoma. A 

continuación, únicamente se describe uno de los elementos de calentamiento por inducción 

40a.  10 

El elemento de calentamiento por inducción 40a está previsto para calentar la batería de 

cocción apoyada sobre la placa de campo de cocción 34a encima del elemento de 

calentamiento por inducción 40a. En un estado de funcionamiento, el elemento de 

calentamiento por inducción 40a, que está activado, suministra un flujo magnético que está 

previsto para calentar la batería de cocción apoyada encima. El elemento de calentamiento 15 

por inducción 40a, que está activado, suministra en un estado de funcionamiento energía a 

la batería de cocción apoyada encima mediante el flujo magnético que él proporciona. En un 

estado de funcionamiento, la unidad de control 38a regula el suministro de energía al 

elemento de calentamiento por inducción 40a activado. En la posición de instalación, el 

elemento de calentamiento por inducción 40a está dispuesto debajo de la placa de campo 20 

de cocción 34a.  

En este ejemplo de realización, el dispositivo de campo de cocción por inducción 10a 

presenta diez líneas de calentamiento por inducción 12a (véanse las figuras 2 a 5). 

Únicamente uno de cada uno de los objetos presentes varias veces va acompañado de 

símbolo de referencia en las figuras. Las líneas de calentamiento por inducción 12a están 25 

compuestas en gran parte de cobre.  

Además, el dispositivo de campo de cocción por inducción 10a presenta una placa de 

circuito impreso 14a (véanse las figuras 2 a 5). En este ejemplo de realización, las líneas de 

calentamiento por inducción 12a están dispuestas en la placa de circuito impreso 14a. Como 

alternativa, las líneas de calentamiento por inducción 12a podrían estar dispuestas junto a la 30 

placa de circuito impreso 14a.  

La placa de circuito impreso 14a está realizada como placa de circuito impreso flexible. En 

este ejemplo de realización, la placa de circuito impreso 14a presenta un grosor de 
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aproximadamente 50 µm y está hecha de dos capas. La placa de circuito impreso 14a 

presenta dos capas 16a, 18a, en concreto, una primera capa 16a y una segunda capa 18a.  

Cada una de las líneas de calentamiento por inducción 12a presenta al menos una primera 

área parcial que se extiende parcialmente por la primera capa 16a, y al menos una segunda 

área parcial que se extiende parcialmente por la segunda capa 18a. Las líneas de 5 

calentamiento por inducción 12a se extienden por las capas 16a, 18a de la placa de circuito 

impreso 14a.  

En este ejemplo de realización, la placa de circuito impreso 14a presenta varias aberturas 

42a (véanse las figuras 3 a 5). Las líneas de calentamiento por inducción 12a cambian entre 

las capas 16a, 18a de la placa de circuito impreso 14a por las aberturas 42a.  10 

Las líneas de calentamiento por inducción 12a están conectadas eléctricamente en paralelo 

entre sí y son parte del elemento de calentamiento por inducción 40a. El elemento de 

calentamiento por inducción 40a presenta una bobina 20a (no representada en el presente 

ejemplo de realización). En el estado montado, la placa de circuito impreso 14a está 

bobinada en una bobina 20a.  15 

En el estado desenrollado, la placa de circuito impreso 14a es plana (véase la figura 2). En 

el estado desenrollado de la placa de circuito impreso 14a, las líneas de calentamiento por 

inducción 12a están desplazadas por tramos perpendicularmente a la dirección de la 

extensión longitudinal 32a de la placa de circuito impreso 14a (véanse las figuras 3 a 5). 

En las figuras 6 a 14, se muestran otros ejemplos de realización de la invención. Las 20 

siguientes descripciones se limitan esencialmente a las diferencias entre los ejemplos de 

realización, donde, en relación a componentes, características y funciones que permanecen 

iguales, también se puede remitir a la descripción del ejemplo de realización de las figuras 1 

a 5. Para la diferenciación de los ejemplos de realización, la letra “a” de los símbolos de 

referencia del ejemplo de realización de las figuras 1 a 5 ha sido sustituida por las letras “b” 25 

a “d” en los símbolos de referencia de los ejemplos de realización de las figuras 6 a 14. En 

relación a componentes indicados del mismo modo, en particular, en cuanto a componentes 

con los mismos símbolos de referencia, también se puede remitir básicamente al dibujo y/o 

a la descripción del ejemplo de realización de las figuras 1 y 5.  

La figura 6 muestra una sección de una placa de circuito impreso 14b, bobinada en una 30 

bobina 20b en el estado montado, de un dispositivo de campo de cocción por inducción 10b 

alternativo. En este ejemplo de realización, el dispositivo de campo de cocción por inducción 

10b presenta cinco líneas de calentamiento por inducción 12b.  
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Las líneas de calentamiento por inducción 12b están dispuestas en este ejemplo de 

realización junto a la placa de circuito impreso 14b. Como alternativa, las líneas de 

calentamiento por inducción 12b podrían estar dispuestas en la placa de circuito impreso 

14b.  

En el estado desenrollado de la placa de circuito impreso 14b, las líneas de calentamiento 5 

por inducción 12b están desplazadas por tramos perpendicularmente a la dirección de la 

extensión longitudinal 32b de la placa de circuito impreso 14b, aunque, para simplificar, se 

ha prescindido de tal representación y las líneas de calentamiento por inducción 12b 

aparecen representadas en línea recta.   

Al observarse su sección transversal, la placa de circuito impreso 14b presenta una sección 10 

26b. En este ejemplo de realización, la sección 26b está formada por toda la placa de 

circuito impreso 14b. La sección 26b presenta una extensión longitudinal 28b que en la 

posición de instalación está dispuesta verticalmente. En el estado desenrollado de la placa 

de circuito impreso 14b, la placa de circuito impreso 14b presenta un plano de extensión 

principal que está dispuesto verticalmente en la posición de instalación.  15 

La figura 7 muestra once espiras de la placa de circuito impreso 14b en una representación 

de sección transversal partiendo del centro de la placa de circuito impreso 14b bobinada en 

una bobina 20b en el estado montado. Se puede observar la gran densidad de 

compactación de las líneas de calentamiento por inducción 12b. De manera particularmente 

ventajosa, se puede reducir considerablemente la influencia negativa entre las espiras 20 

dispuestas de manera adyacente, en concreto, en forma de una capacidad negativa y/o que 

ejerza influencia, en comparación con una disposición plana.  

La figura 8 muestra una sección de una placa de circuito impreso 14c, bobinada en una 

bobina 20c en el estado montado, de un dispositivo de campo de cocción por inducción 10c 

alternativo. En este ejemplo de realización, el dispositivo de campo de cocción por inducción 25 

10c presenta cinco líneas de calentamiento por inducción 12c (véase también la figura 9). 

En el estado desenrollado de la placa de circuito impreso 14c, las líneas de calentamiento 

por inducción 12c están desplazadas por tramos perpendicularmente a la dirección de la 

extensión longitudinal 32c de la placa de circuito impreso 14c, aunque, para simplificar, se 

ha prescindido de tal representación y las líneas de calentamiento por inducción 12c 30 

aparecen representadas en línea recta. 

La placa de circuito impreso 14c presenta un canto plegado 22c (véanse las figuras 9, 11 y 

12). En el estado montado, la placa de circuito impreso 14c está plegada a lo largo del canto 
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plegado 22c. El canto plegado 22c está orientado esencialmente en paralelo al borde de la 

placa de circuito impreso 14c. En el estado desenrollado de la placa de circuito impreso 14c, 

el canto plegado 22 está orientado esencialmente en paralelo a la dirección de la extensión 

longitudinal 32c de la placa de circuito impreso 14c.  

Junto al canto plegado 22c, la placa de circuito impreso 14c presenta otros tres cantos 5 

plegados 24c en este ejemplo de realización. A continuación, únicamente se describe uno 

de los otros cantos plegados 24c. En el estado montado, la placa de circuito impreso 14c 

está plegada a lo largo del otro canto plegado 24c. El otro canto plegado 24c está orientado 

esencialmente en paralelo al canto plegado 22c y esencialmente en paralelo al borde de la 

placa de circuito impreso 14c. En el estado desenrollado de la placa de circuito impreso 14c, 10 

el otro canto plegado 24c está orientado esencialmente en paralelo a la dirección de la 

extensión longitudinal 32c de la placa de circuito impreso 14c.  

Al observarse su sección transversal, la placa de circuito impreso 14c presenta cinco 

secciones 26c en este ejemplo de realización. Cada una de las secciones 26c presenta una 

extensión longitudinal 28c que, en la posición de instalación, está dispuesta en vertical. 15 

Cada dos de las secciones 26c están dispuestas de manera adyacente entre sí. Las 

secciones 26c dispuestas de manera adyacente entre sí están separadas entre sí por un 

canto plegado 22c, 24c. Los cantos plegados 22c, 24c, es decir, el canto plegado 22c y el 

otro canto plegado 24c, no presentan líneas de calentamiento por inducción 12c.  

La figura 10 muestra una sección de la placa de circuito impreso 14c en el estado 20 

desenrollado, no plegado. Partiendo de este estado desenrollado, no plegado, la placa de 

circuito impreso 14c, que está realizada como placa de circuito impreso 14c flexible, es 

plegada a lo largo de los cantos plegados 22c, 24c de la placa de circuito impreso 14c en un 

procedimiento para la fabricación del dispositivo de campo de cocción por inducción 10c. En 

un paso del procedimiento, las líneas de calentamiento por inducción 12c son dispuestas 25 

junto a la placa de circuito impreso 14c. De manera alternativa, las líneas de calentamiento 

por inducción 12c podrían disponerse en la placa de circuito impreso 14c en un paso del 

procedimiento.  

En un paso del procedimiento, la placa de circuito impreso 14c es plegada a lo largo del 

canto plegado 22c de la placa de circuito impreso 14c (véanse las figuras 10 y 11). La placa 30 

de circuito impreso 14c presenta un pliegue, a lo largo del cual está plegada la placa de 

circuito impreso 14c y el cual está definido y/o predeterminado por el canto plegado 22c. A 

continuación del pliegue de la placa de circuito impreso 14c alrededor del canto plegado 

22c, la placa de circuito impreso 14c presenta dos secciones 26c.  
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En el siguiente paso del procedimiento, la placa de circuito impreso 14c es plegada a lo 

largo del otro canto plegado 24c de la placa de circuito impreso 14c (véanse las figuras 11 y 

12). La placa de circuito impreso 14c presenta dos pliegues, a lo largo de los cuales está 

plegada la placa de circuito impreso 14c y los cuales están definidos y/o predeterminados 

por el canto plegado 22c y el otro canto plegado 24c. A continuación del pliegue de la placa 5 

de circuito impreso 14c alrededor del canto plegado 22c y alrededor del otro canto plegado 

24c, la placa de circuito impreso 14c presenta tres secciones 26c (véase la figura 12). El 

procedimiento se sigue ejecutando de este modo hasta que se haya alcanzado la cantidad 

deseada de secciones 26c.  

La figura 13 muestra una sección de una placa de circuito impreso 14d, bobinada en una 10 

bobina 20d en el estado montado, de un dispositivo de campo de cocción por inducción 10d 

alternativo. En este ejemplo de realización, el dispositivo de campo de cocción por inducción 

10d presenta nueve líneas de calentamiento por inducción 12d (véase también la figura 14). 

En el estado desenrollado de la placa de circuito impreso 14d, las líneas de calentamiento 

por inducción 12d están desplazadas por tramos perpendicularmente a la dirección de la 15 

extensión longitudinal 32d de la placa de circuito impreso 14d, aunque, para simplificar, se 

ha prescindido de tal representación y las líneas de calentamiento por inducción 12d 

aparecen representadas en línea recta. 

La placa de circuito impreso 14d presenta un canto plegado 22d (véanse las figuras 13 y 

14). En el estado montado, la placa de circuito impreso 14d está plegada a lo largo del canto 20 

plegado 22d. Junto al canto plegado 22d, la placa de circuito impreso 14d presenta otro 

canto plegado 24d en este ejemplo de realización. En el estado montado, la placa de circuito 

impreso 14d está plegada a lo largo del otro canto plegado 24d. El otro canto plegado 24d 

está orientado esencialmente en paralelo al canto plegado 22d y esencialmente en paralelo 

al borde de la placa de circuito impreso 14d. En el estado desenrollado de la placa de 25 

circuito impreso 14d, el otro canto plegado 24d está orientado esencialmente en paralelo a 

la dirección de la extensión longitudinal 32d de la placa de circuito impreso 14d.  

Al observarse su sección transversal, la placa de circuito impreso 14d presenta tres 

secciones 26d en este ejemplo de realización. Cada una de las secciones 26d presenta una 

extensión longitudinal 28d que, en la posición de instalación, está dispuesta en vertical. 30 
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Símbolos de referencia 

10 Dispositivo de campo de cocción por inducción  

12 Línea de calentamiento por inducción  

14 Placa de circuito impreso  

16 Capa  

18 Capa  

20 Bobina  

22 Canto plegado  

24 Otro canto plegado  

26 Sección  

28 Extensión longitudinal  

30 Campo de cocción por inducción  

32 Dirección de la extensión longitudinal  

34 Placa de campo de cocción 

36 Interfaz de usuario  

38 Unidad de control  

40 Elemento de calentamiento por inducción  

42 Abertura  
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REIVINDICACIONES 

1. Dispositivo de campo de cocción por inducción con al menos dos líneas de 

calentamiento por inducción (12a-d) y con al menos una placa de circuito impreso 

(14a-d), junto a la cual y/o en la cual están dispuestas las líneas de calentamiento 

por inducción (12a-d), caracterizado porque la placa de circuito impreso (14a-d) 5 

está realizada como placa de circuito impreso flexible.  

 

2. Dispositivo de campo de cocción por inducción según la reivindicación 1, 

caracterizado porque la placa de circuito impreso (14a-d) presenta un grosor de 

300 µm como máximo.  10 

 
3. Dispositivo de campo de cocción por inducción según las reivindicaciones 1 ó 2, 

caracterizado porque las líneas de calentamiento por inducción (12a-d) están 

conectadas eléctricamente en paralelo entre sí.  

 15 

4. Dispositivo de campo de cocción por inducción según una de las reivindicaciones 

enunciadas anteriormente, caracterizado porque la placa de circuito impreso (14a-

d) presenta al menos dos capas (16a-d, 18a-d) a través de las cuales se extienden 

las líneas de calentamiento por inducción (12a-d). 

 20 

5. Dispositivo de campo de cocción por inducción según una de las reivindicaciones 

enunciadas anteriormente, caracterizado porque, al menos en el estado 

desenrollado, la placa de circuito impreso (14a-d) es plana y, al menos en el estado 

montado, está bobinada en una bobina (20a-d).   

 25 

6. Dispositivo de campo de cocción por inducción según una de las reivindicaciones 

enunciadas anteriormente, caracterizado porque la placa de circuito impreso (14c-

d) presenta al menos un canto plegado (22c-d), a lo largo del cual está plegada la 

placa de circuito impreso (14c-d) al menos en el estado montado.  

 30 

7. Dispositivo de campo de cocción por inducción según la reivindicación 6, 

caracterizado porque el canto plegado (22c-d) no presenta líneas de calentamiento 

por inducción (12c-d). 

 
8. Dispositivo de campo de cocción por inducción según las reivindicaciones 6 ó 7, 35 

caracterizado porque la placa de circuito impreso (14c-d) presenta al menos otro 

ES 2 684 180 A1
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canto plegado (24c-d), a lo largo del cual está plegada la placa de circuito impreso 

(14c-d) al menos en el estado montado, y el cual se extiende aproximada o 

exactamente en paralelo al canto plegado (22c-d). 

 
9. Dispositivo de campo de cocción por inducción según una de las reivindicaciones 5 

enunciadas anteriormente, caracterizado porque, al menos al observarse su 

sección transversal, la placa de circuito impreso (14b-d) presenta al menos una 

sección (26b-d), la cual presenta una extensión longitudinal (28b-d) que en la 

posición de instalación está dispuesta aproximada o exactamente de manera vertical.  

 10 

10. Dispositivo de campo de cocción por inducción según una de las reivindicaciones 

enunciadas anteriormente, caracterizado porque, al menos en el estado 

desenrollado, al menos una línea de calentamiento por inducción (12a-d) de las 

líneas de calentamiento por inducción (12a-d) está desplazada al menos por tramos 

perpendicularmente a la dirección de la extensión longitudinal (32a-d) de la placa de 15 

circuito impreso (14a-d). 

 
11. Campo de cocción por inducción con al menos un dispositivo de campo de cocción 

por inducción (10a-d) según una de las reivindicaciones enunciadas anteriormente.  

 20 

12. Procedimiento para la fabricación de un dispositivo de campo de cocción por 

inducción (10a-d) según una de las reivindicaciones 1 a 10, con al menos dos líneas 

de calentamiento por inducción (12a-d) y con al menos una placa de circuito impreso 

(14a-d), donde las líneas de calentamiento por inducción    (12a-d) son dispuestas 

junto a y/o en la placa de circuito impreso (14a-d), caracterizado porque la placa de 25 

circuito impreso (14a-d) está realizada como placa de circuito impreso flexible y es 

plegada a lo largo de al menos un canto plegado (22a-d, 24a-d) de la placa de 

circuito impreso (14a-d).  
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1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 2013199027 A1 (SINGH VINIT   et al.) 08.08.2013 
D02 GB 2389767  A (UNIV CITY HONG KONG) 17.12.2003 
D03 WO 2014056785  A1 (ARCELIK AS   et al.) 17.04.2014 
D04 US 2004108311  A1 (DE ROOIJ MICHAEL ANDREW   et al.) 10.06.2004 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de 
Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
De todos los documentos recuperados del estado de la técnica se considera que el documento D01 es el más cercano a la 
solicitud que se analiza. 
La numeración corresponde a los documentos citados. 
Reivindicación 1 
La patente de invención del documento D01 describe una manera de fabricar inductores para distintas aplicaciones, una de 
ellas puede ser para un dispositivo de aparato de cocción (ver por ejemplo en el parágrafo 196). En el parágrafo 24 se 
explica cómo las líneas de inducción en una bobina deben ir separadas por un aislante en tecnología PCB. En los 
parágrafos 200-201 se describe uno de los modos de realización del inductor 125. Para ello se utilizan tiras de metal que 
pueden ser depositadas por la técnica de máscaras en una placa de circuito impreso. Una de las posibilidades es 
depositarla sobre una placa de circuito impreso en forma de cinta. En el parágrafo 53 describe como el inductor puede tener 
diferentes modos de realización, uno de ellos depositando material conductor, en forma de tira, sobre PCB mediante 
tecnología de circuitos flexibles. En los parágrafos 127 a 135 está descrito un modo de realización de una cinta o hilo para 
construir un inductor MLMT (multicapas multivueltas). 
Reivindicación 2  
El documento D01 describe el grosor que debe tener la placa de circuito impreso para evitar el efecto �skin�. Todos los 
grosores son menores de 300 micras. Ver parágrafo 128. 
Reivindicación 3 
En el documento D01 se describe también una forma preferida de conexión entre las capas conductivas 138 y 140 de la 
figura 6b, que estarían conectadas en paralelo. Parágrafos 134-136. 
Reivindicación 4  
El documento D01 presenta una forma de realización, ver figura 6b, en la que la placa de aislante, que puede ser de PCB 
flexible, presenta al menos dos capas, a través de las cuales se extienden las líneas de calentamiento por inducción. 
El documento D02 describe una bobina o conjunto de bobinas con múltiples capas de PCB a través de las cuales se 
extienden las líneas de calentamiento por inducción 
El documento D03, en una forma de realización, describe un dispositivo de inducción con varias capas de sustrato PCB 
dispuestas una sobre otra y con varias líneas de calentamiento de inducción que se extienden entre ellas. 
Para las reivindicaciones 5-8, no se han encontrado anterioridades en los documentos que forman el estado de la técnica de 
los aparatos de cocción por inducción.  
Reivindicación 9 
El documento D04 presenta una bobina en forma de doble cinta, enrollada en disposición vertical, esto es, que presenta una 
sección que en posición de instalación está dispuesta aproximadamente en posición vertical. 
La diferencia con la cinta que constituye el inductor en estudio, es que tiene dos capas de conductor, que constituyen las 
capas exteriores de la cinta y entre ellas, un dieléctrico. De esta manera incluye el condensador de descarga de la bobina en 
la propia bobina. 
Reivindicación 10 
En los documentos D02 se describen dos conjuntos de inductores cuyas bobinas están desplazadas de manera relativa 
entre sí, en la dirección perpendicular a la placa de cocina.  
El documento D03 presenta un aparato de cocina para operar sobre una encimera de cocina de inducción. En las figuras 3 y 
5 de dicho documento se observa como las líneas de calentamiento por inducción de dos o más capas de sustrato PCB 
están desplazadas de manera relativa entre sí, en la dirección perpendicular a la placa de cocina.  
Reivindicación 11 
El documento D01 describe en el parágrafo 196 una forma de realización de una placa de cocina con un dispositivo de 
campo de cocción por inducción con el inductor 125 descrito según las características contenidas en el documento D01. Por 
lo tanto, existen formas de realización con las características de la reivindicación 1 de la solicitud de patente en estudio. Por 
lo tanto, tiene falta de novedad. 
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Reivindicación 12 
Esta reivindicación dependiente debería ser independiente por pertenecer a una categoría distinta (procedimiento).Un 
procedimiento de fabricación de un dispositivo de campo de cocción por inducción como el reivindicado en la reivindicación 1 
está descrito en el documento D01.  
La diferencia es que la placa de circuito impreso flexible no está plegada a lo largo de un canto plegado de la placa de circuito 
impreso. Por lo tanto, la reivindicación 12 tiene novedad y actividad inventiva. 
A la vista de documento D01 no se considera que las reivindicaciones 1-3 y 11 de la invención para la que se solicita 
protección, tal como están redactadas, tengan novedad, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de 
Patentes. 
Además, los documentos D01-D03 afectan al requisito de actividad inventiva de las reivindicaciones 1-4, 9-11, ya que poseen 
todas las características descritas en dichas reivindicaciones, en el sentido que establecen el artículo 8.1 de la Ley 11/1986, 
de 20 de marzo, de Patentes.  
En conclusión, la solicitud, tal y como está redactada, no satisface el requisito de novedad ni el de actividad inventiva 
establecidos en el Art. 4.1 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes. 
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